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專業勞務採購規範書
購案名稱： 異構資源動態配置與負載平衡測試驗證分析報告-採購規格書
案號：	              
(請需求部門依購案特性及實際需要提供下列詳細資料)
	項　　　　目
	說　　明

	一、服務之目的、項目及工作範圍
	■有(詳採購規範書壹)
□無

	二、服務之提供方式、工作時程、規格需求
	■有(詳採購規範書貳)
□無

	三、涉及材料或設備之供應者，其規格
	□有(詳附件第  頁)
■無

	四、服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收項目及標準(或驗收方式、合格條件)
	■有(詳採購規範書伍)
□無

	五、廠商須提出之專業服務建議書之規定。內容如主要工作項目之時程、數量、價格、計畫內容、章節次序或頁數限制等
	□有(詳附件)
■無

	六、智慧財產權之歸屬
	■有(詳採購規範書肆)
□無

	七、須評選之要求：如評審項目、評審標準及評選程序(詳參評選辦法)、及決標原則(固定服務費、最有利標或須議價)
	□有(詳附件第  頁)
■無

	八、廠商條件：如廠商基本資格、履約能力要求(如實績經驗、技術人力資格…)或必須相當規模之實績、人力、財力、設備…等特定資格要求
	□有
■無

	九、售後維護[保固]期限、維護內容、服務水準…
	□有
■無

	十、工作環境、危害因素說明及安全衛生規定及注意事項
	□有(詳附件第  頁)
■無

	十一、本案須適用/準用政府採購法(請依委方契約書補充下列說明)
· 適用，屬接受補助性質(政採法第四條)
· 適用，屬代辦採購(政採法第五條)
■準用，依委託契約約定(請說明約定內容)
	□是(依政府採購法)
■否(依本院採購辦法)

	日　期： 115年08月11日
部　門：服務系統科技中心
請購者：秦鼎
	



採購規範書
異構資源動態配置與負載平衡測試驗證分析報告-採購規格書

(1) 委託目的：產出已量產晶片異構資源動態配置與負載平衡測試驗證分析。

(2) 委託工作：
本委託工作旨在全面執行「自適應晶片資源動態調整模組測試驗證」計畫，圍繞邊緣運算晶片市場調查、自適應資源動態調配技術研究，以及實機測試驗證體系之建立。具體展開三項核心工作內容如下：
一、 邊緣運算晶片市場分析
1. 市面晶片廣估與調查：針對現行市場主流具備 AI / 邊緣運算能力之晶片架構進行全方位蒐集與研析（涵蓋 NVIDIA Jetson 系列、主流 NPU 邊緣晶片、ARM/RISC-V 邊緣加速卡等）。
2. 核心規格與效能指標評估：深度分析評估各邊緣晶片之 TOPS（Tera Operations Per Second）AI 算力、熱設計功耗（TDP, Thermal Design Power）、記憶體頻寬與型態、硬體封裝規格及散熱限制。
3. 軟體生態系與部署相容性分析：評估各晶片廠商提供之 SDK、工具鏈（如 TensorRT、OpenVINO、ONNX Runtime 等）、模型量化支援度及開發社群資源。
4. 成本效益與落地可行性綜合評估：針對晶片採購成本、功耗效率（TOPS/Watt）、系統建置複雜度進行綜合比較評估，產出包含量化比較表與選型建議之《邊緣運算晶片市場分析報告》乙份。
二、 自適應資源動態調整技術分析
1. 多重負載下資源調配機制研析：針對邊緣端多工作負載（Multi-workload）與突發性運算需求，研究 CPU / GPU / NPU 等異質運算單元之自適應資源分配演算法與任務排程機制。
2. 動態頻率與功耗調控技術（DVFS）分析：研析邊緣晶片於高負載或熱功耗限制（Thermal Throttling）情境下之動態電壓頻率調整（DVFS）技術，確保系統在維持運算效能的同時避免過熱降頻或系統崩潰。
3. 資源動態調適架構分析：設計具備彈性擴充與資源監控之動態調整架構，包含記憶體快取動態釋放、推論線程動態配額及模型層級之自適應排程策略，產出包含架構圖與演算法流程之《晶片資源動態調整研究分析報告》乙份。
三、 晶片動態資源調整測試與驗證
1. 實機測試平台與環境建置：建置邊緣運算晶片實機測試驗證平台，搭設資源監控工具（如 CPU/GPU Utilization、Memory Trace、Power Meter）及自動化測試指令集。
2. 測試情境與壓力情境規劃：規劃包含高併發推論請求、長時間連續運作測試（Continuance Test）、突發性尖峰負載及極端溫度變化等多重驗證情境。
3. 量化效能指標實測與穩定度驗證：量測不同自適應調整策略下之晶片資源利用率、推論吞吐量（FPS/Latency）、功耗表現及系統平均無故障時間（MTBF），產出包含實測數據圖表、趨勢分析與優化建議之《晶片資源動態調整測試報告》乙份。
[bookmark: _Toc362219197]需完成之工作項目如下：
	
	工作項目
	內容說明
	備註

	1
	邊緣運算晶片市場分析
	蒐集市面上具有邊緣運算能力晶片分析報告乙份，包含主流晶片架構、TOPS 算力、TDP 功耗、軟體 SDK 生態系支援度及成本效益綜合評估報告。
	115/09/30 前交付

	2
	自適應資源動態調整技術分析
	產出晶片資源動態調整研究分析報告乙份，包含不同 Workload 負載下 CPU/GPU/NPU 資源自適應分配演算法、DVFS 頻率調控及資源調適架構設計。
	115/09/30 前交付

	3
	晶片動態資源調整測試
	產出晶片資源動態調整測試報告乙份，包含建置實機測試平台、規劃高負載與連運測試情境，量測資源利用率、推論吞吐量與穩定度量化驗證數據。
	115/11/15 前交付



(3) 執行期間：
委託生效日起至民國115年11月15日止。

(4) 付款方式與成果交付：
· 115/09/30 交付量產邊緣運算晶片分析報告一份，驗收合格後付款。
· 115/09/30 交付晶片資源動態調整研究分析報告一份，驗收合格後付款。
· 115/11/15 交付晶片資源動態調整測試報告一份，驗收合格後付款。

(5) 智財權權利歸屬：
1. 凡因執行此計畫所產生之相關智慧財產權歸屬於工業技術研究院所有。
2. 受委託單位須確保提供驗收之檔案內所使用任何圖片、音樂、內容均不得侵犯其他第三者之智財權。
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